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二、内容简介
　　芯片封装是将集成电路裸片进行电气互连、物理保护与散热管理的关键后道工序，直接影响芯片性能、可靠性与成本。芯片封装技术包括引线键合（WB）、倒装焊（Flip Chip）、晶圆级封装（WLP）及2.5D/3D先进封装（如CoWoS、Foveros）。在算力需求激增驱动下，高带宽、低延迟的异构集成封装成为发展重点，材料体系涵盖环氧模塑料、底部填充胶、RDL介质及硅中介层。然而，微凸点可靠性、热应力失配、测试复杂度及高端设备（如混合键合机）依赖进口，仍是国产化攻坚难点。
　　未来，芯片封装将深度融合Chiplet架构、光互连与绿色制造理念。硅光共封装（CPO）将光学引擎与计算芯片集成，突破“内存墙”瓶颈；临时键合/解键合材料将支持更薄晶圆加工。在材料端，低介电常数（Low-k）聚合物与高导热界面材料将优化信号完整性与散热效率。同时，AI驱动的缺陷检测与数字孪生工艺仿真将提升良率；无铅、无卤素封装材料将强化环保属性。长远看，芯片封装将从传统保护外壳升级为决定系统级性能、能效与安全的“新摩尔定律”核心载体。
　　《2026-2032年全球与中国芯片封装行业市场调研及前景分析报告》从市场规模、需求变化及价格动态等维度，系统解析了芯片封装行业的现状与发展趋势。报告深入分析了芯片封装产业链各环节，科学预测了市场前景与技术发展方向，同时聚焦芯片封装细分市场特点及重点企业的经营表现，揭示了芯片封装行业竞争格局与市场集中度变化。基于权威数据与专业分析，报告为投资者、企业决策者及信贷机构提供了清晰的市场洞察与决策支持，是把握行业机遇、优化战略布局的重要参考工具。
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　　1.2 所属行业
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